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摘要(译)

公开了一种OLED封装封装，显示装置和封装方法。OLED封装封装包括
基板，盖板和位于基板和盖板之间的封装单元;基板上设置有显示组件，
封装单元封装显示组件的周边;封装单元中至少包括湿敏层，并且湿敏层
在遇到水时会变色。
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